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证券代码：300456        证券简称：赛微电子         公告编号：2025-023 

北京赛微电子股份有限公司 

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 

 

 

 

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常

会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着

力稳市场、稳信心”的指导思想，北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）

基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为扎实提升公司质量和投资价

值，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发

展，回馈广大投资者，于 2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于“质量回

报双提升”行动方案的公告》，现就行动方案进展汇报如下： 

一、聚焦主业发展，打造国际化经营的知名半导体制造领先企业 

2024 年，公司 MEMS 业务继续巩固在全球市场中的竞争优势。根据世界权威

半导体市场研究机构 Yole Development 发布的《MEMS 产业现状 2024》，赛微电

子全资子公司瑞典 Silex Microsystems AB 在全球 MEMS 晶圆代工厂 2023 年排

名中继续位居第一，自2019年以来连续五年夺冠，第二至第五名分别为TELEDYNE 

MEMS、台积电（TSMC）、X-FAB、芯联集成（SMEC）；在全球 MEMS 厂商综合排名中

位居第 27 位，继续保持 Top30。 

2024 年，公司旗下瑞典 Silex 和赛莱克斯北京的营业收入均实现增长，其

中赛莱克斯北京的 MEMS 业务收入较上年大幅增长了 66.47%。2024 年，赛莱克斯

北京继续推进硅麦克风、BAW 滤波器、微振镜、超高频器件的量产，继续进行 MEMS

气体、生物芯片、惯性加速度计、惯性测量单元、温湿度等传感器的小批量试产，

同时对于 MEMS 压力、硅光子、振荡器、3D 硅电容、超声波换能器、喷墨打印头、

磁性等传感器，持续从工艺开发向验证、试产、量产阶段推进。 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
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二、坚持自主研发，掌握核心技术 

2024 年，公司继续重视技术和产品的研发投入，包括人才的培养引进及资

源的优先保障。截至 2024 年末，公司拥有博士 68 名，硕士 221 名，合计占公司

总人数的 29.34%；研发及技术人员合计 376 名，占公司总人数的 38.17%。2024

年，公司共计投入研发费用 45,483.08 万元，在上年高基数的情况下继续增长了

27.53%，占营业收入的 37.75%，研发投入的规模和强度继续呈现出极高的水平。

截至 2024 年底，公司已注册集成电路商标 14 件；拥有/享有集成电路国际/国内

软件著作权 27 项，各项集成电路国际/国内专利 138 项；正在申请的集成电路国

际/国内专利 144 项。 

2024 年，公司持续深入推进研发创新、科技合作，取得丰硕成果。以赛莱克

斯北京为例，赛莱克斯北京继续推进 BAW 滤波器单步工艺研发及集成工艺整合，

实现了双工器、四工器等多款高端滤波器的量产；持续改善 MEMS 微振镜生产工

艺和良率，新一代产品成功进入量产阶段；完成 MEMS 电容式和压阻式压力传感

器研制，以及正面、背面工艺开发；MEMS 温湿度传感器通过客户验证、MEMS 惯

性测量单元通过可靠性验证、MEMS 振荡器完成全流程初步验证、MEMS 微压差和

热汽泡喷墨打印等制造技术进入验证阶段；深入研究各类材料应用，探索利用磁

性材料的隧道磁阻效应，实现磁场与电流的非接触量测，可应用于转速控制、编

码等相关场景；牵头实施国家重点研发计划项目——“8英寸硅基压电薄膜及压

电 MEMS 传感器制造工艺平台”。 

三、夯实公司治理，实现高质量发展 

2024 年，公司持续完善“三会一层”（股东大会、董事会、监事会、管理层）

治理架构，不断健全内控建设及风险防范能力，加强规范运作，充分发挥董事会

及董事会专门委员会的作用，提升决策水平和经营管理水平。公司严格按照《公

司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

和其它有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司的法人治理结构，建

立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司的治理活动，进一步提高了

公司治理水平并促进了公司的规范运作。 
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四、加强投资者沟通，提升信息披露质量 

2024 年，公司继续构建多元化沟通交流渠道体系，积极开展各类投资者交

流活动，定期召开投资者说明会，通过路演、分析师会议等形式，广泛听取市场

意见；设立投资者联系电话、传真和电子邮箱，并安排专人负责，确保沟通渠道

畅通；积极利用深圳证券交易所互动易平台、公司官网投资者关系专栏等线上渠

道，与投资者保持密切互动。 

2024 年，公司严格依据相关法律法规及《北京赛微电子股份有限公司投资

者关系管理制度》，在实践中逐步构建高效的投资者关系管理体系，促进公司与

投资者的良性互动，助力实现股东价值最大化与公司可持续发展的双赢局面。公

司高度重视信息披露，严格遵循法规与内部制度，确保信息真实、准确、完整、

及时、公平，有效增强公司透明度。未来，公司将继续切实保障股东和投资人等

其他利益相关者的知情权，增强投资者对公司情况的了解和信任感，维护股东和

投资者等其他利益相关者的合法权益。 

五、重视股东回报，共享发展成果 

2024 年，公司分别于 3 月 26 日、4 月 17 日召开了第五届董事会第七次会

议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，

2023 年年度权益分派方案：以 732,213,134 为基数，向全体股东每 10 股派发现

金红利 0.35 元人民币现金（含税），不送红股，不转增股本。2024 年 4 月 29 日，

公司 2023 年度权益分派方案实施完毕。鉴于 2024 年度发生亏损，公司 2024 年

度拟不进行利润分配，确保为业务发展保留必要的资金，相信后续随着工艺技术

水平及业务规模的持续提升，公司能够为投资者提供稳定、长效的回报。 

2025 年 3 月，公司根据有关法律法规、规范性文件以及公司章程有关规定，

制定了《北京赛微电子股份有限公司市值管理制度》，确定了市值管理的机构和

职责，明确了市值管理的主要方式，根据当前业绩和未来战略规划，就公司投资

价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中

充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，不断提升公司投资价值，与股东共

享公司经营成果。 

 

特此公告。 
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北京赛微电子股份有限公司董事会 

2025 年 3 月 19 日 
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